出差报告

出差人：  吴跃庭
出差时间：2018年04月11日到12日
出差地点： 唐山
出差内容： 与刘总一道考察唐山晶源SC切白片产线工艺流程以及质量控制以及价格问题

工作日程及基本情况
· 4月11日上午8:13乘高铁去北京南站转乘地铁到首都机场，而后晶源派车接到唐山玉田公司所在地：

· 下午3点左右开始与唐山有关领导徐建民总经理、张立强总工、张勇DIP晶体分厂负责人以及王静总经理助理交流，基本内容如下：
· 首先公司介绍，再参观了晶片定位、切割、EFG测试、研磨工序，并在外部看了一下晶体生产线（说已经下班），晶振生产线未介绍。获得如下信息：
· 1、近5年晶源电子销售额没有大的变动，业绩压力较大；紫光定指标，不参与经营；晶源没有专门的研发人员。

· 2、从产线通道上看到SC切工序流程（颜色偏旧），而且看到3台SC切EFG，说明晶源确有白片生产能力，但只有一台在使用，晶片产能可以提升；

· 3、了解到晶源SC-CUT晶片采用的是俄罗斯晶棒，从沧州代理购买，晶源有晶棒来料检验能力。晶片切割精度30秒；

· 4、张立强介绍43U晶体的产能为50KPCS/月，实际生产20KPCS/月；

· 5、告知未来三年需要2018年400kpcs，2019年1kkpcs，2020年2.5kkpcs，目标价12元（含17%税）（之前晶源报价17元），不接收分阶段报价，,徐总给出报价14元(含17%税)。由于晶片规格还没有确定，最后价格待定。

· 6、了解到日本的43U外壳和底座已经在批量生产，后续了解价格。

· 7，另外，我们提出希望能在VCXO，如V53-122.88M以及V75-61.44M合作，徐总总说先将晶片合作后再谈，和张立强沟通看来他们高频VCXO能力不强。也提到高老化率6035晶体，他们没有生产。

总的印象是：
· 1，对与大普合作分享大普在OC市场开发的成功很重视且有诚意，由于以往合作很少，持非常谨慎态度；

· 2，引进CTS产线目的是想提高生产OC能力，目前看来未达到预期原因是没有OC领军人物以及团队（据张立强总说没有固定研发人员）。目前的OC产品仅是宣传，量产和可靠性以及市场技术支持与大普相差甚远，如果从现在开始大力投入要赶上大普水平至少需要3·5年，所以与唐山合作，大普风险很小；
· 3，具有CTS产线以及以晶体制造领军人物张立强总和团队，感觉·SC白片生产能力是可信的。但在·制造谐振器方面，因唐山自然环境以及生产环境以及电路验证等方面的原因可能制造不出超高稳SC切晶体谐振器。如果大普协助和技术支持或许有些希望，但这有待于白片合作的成功（价格与质量）；
· 4，感觉目前就合作白片是可行的，且唐山白片水平是否能超CQT有待验证。
· 4月12日上午9:00晶源派车送到首都机场，下午18点乘高铁回南京。
